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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月1日(2011.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コーティングされたポリエステル基板層と、導電性材料を含む電極層とを含む電子デバ
イスのための、コーティングされたポリエステル基板のフレキシビリティーを改善する方
法であって、
　（ａ）ポリエステルフィルムを準備するステップ；および
　（ｂ）前記ポリエステルフィルムの一方または両方の表面に有機／無機ハイブリッドコ
ーティングを配置するステップ
を含み、ここで、該コーティングが、モノマーアクリラートから選択される低分子量反応
性成分、ならびに／または、アクリラート、ポリエーテルアクリラート、エポキシアクリ
ラートおよびポリエステルアクリラートから選択される不飽和オリゴマー成分；溶媒；な
らびに無機粒子を含み、また光開始剤をさらに含んでいてもよいコーティング組成物から
得られる、方法。
【請求項２】
　コーティングされたポリエステル基板層と、導電性材料を含む電極層とを含む電子デバ
イスのフレキシビリティーを改善する方法であって、
　（ａ）ポリエステルフィルムを準備するステップ；
　（ｂ）前記ポリエステルフィルムの一方または両方の表面に有機／無機ハイブリッドコ
ーティングを配置するステップ；および
　（ｃ）コーティングされたポリエステルフィルムを電子デバイスの基板として供用する
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ステップ
を含み、ここで、該コーティングが、モノマーアクリラートから選択される低分子量反応
性成分、ならびに／または、アクリラート、ポリエーテルアクリラート、エポキシアクリ
ラートおよびポリエステルアクリラートから選択される不飽和オリゴマー成分；溶媒；な
らびに無機粒子を含み、また光開始剤をさらに含んでいてもよいコーティング組成物から
得られる、方法。
【請求項３】
　コーティングされたポリエステル基板層と、導電性材料を含む電極層とを含む電子デバ
イスのフレキシビリティーを改善する方法であって、
　（ａ）ポリエステル基板を、有機／無機ハイブリッドコーティング（これは、モノマー
アクリラートから選択される低分子量反応性成分、ならびに／または、アクリラート、ポ
リエーテルアクリラート、エポキシアクリラートおよびポリエステルアクリラートから選
択される不飽和オリゴマー成分；溶媒；ならびに無機粒子を含み、また光開始剤をさらに
含んでいてもよいコーティング組成物から得られる）により、その一方または両方の表面
がコーティングされたポリエステルフィルムであるように選択するステップ；および
　（ｂ）前記フィルムを電子デバイスの基板として供用するステップ
を含む、方法。
【請求項４】
　導電性材料を含む電極層を、前記コーティングされたポリエステル基板層の一方または
両方の表面に配置するステップをさらに含む、請求項１から３までのいずれかに記載の方
法。
【請求項５】
　フレキシビリティーの改善が、コーティングされたポリエステル基板層または前記コー
ティングされたポリエステル基板層と導電性材料を含む電極層とを含む複合構造体を、コ
ーティングされたポリエステル基板のコーティングに最初にクラックが現れる前に、６０
ｍｍ／ｍｉｎの引張り速度で横方向に、その元の寸法の３％以上、引き伸ばすことができ
るごときものである、請求項１から４までのいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　フレキシビリティーの改善が、コーティングされたポリエステル基板層または前記コー
ティングされたポリエステル基板層と導電性材料を含む電極層とを含む複合構造体が約１
０ｍｍ以下の臨界曲率半径を有するごときものである、請求項１から５までのいずれかに
記載の方法。
【請求項７】
　前記無機粒子が、約０．００５から約３μｍの平均粒子直径を有する、請求項１から６
までのいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　ポリエステル基板と導電性材料を含む電極層とを含み、該ポリエステル基板の一方また
は両方の表面に、有機／無機ハイブリッドコーティング（モノマーアクリラートから選択
される低分子量反応性成分、ならびに／または、アクリラート、ポリエーテルアクリラー
ト、エポキシアクリラートおよびポリエステルアクリラートから選択される不飽和オリゴ
マー成分；溶媒；ならびに無機粒子を含み、また光開始剤をさらに含んでいてもよいコー
ティング組成物から得られ、ここで、該無機粒子は約０．００５から約３μｍの平均粒子
直径を有する）をさらに含む、フレキシブル電子デバイス。
【請求項９】
　電子デバイスのフレキシビリティーが、前記コーティングされたポリエステル基板層と
導電性材料を含む電極層とを含む複合構造体を、電極層の導電性材料に最初にクラックが
現れる前に、６０ｍｍ／ｍｉｎの引張り速度で横方向に、その元の寸法の３％以上、引き
伸ばすことができるごときものである、請求項８に記載の電子デバイス。
【請求項１０】
　ローラブルであり、一実施形態において、電子デバイスのフレキシビリティーが、コー
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ティングされたポリエステル基板層と導電性材料を含む電極層とを含む複合構造体が、約
１０ｍｍ以下の臨界曲率半径を有するごときものである、請求項８または９に記載の電子
デバイス。
【請求項１１】
　コーティングされたポリエステル基板層と、導電性材料を含む電極層とを含むローラブ
ル電子ディスプレイの製造方法であって、
　（ａ）ポリエステルフィルムを準備するステップ；および
　（ｂ）前記ポリエステルフィルムの一方または両方の表面にコーティングを配置するス
テップ（該コーティングは、モノマーアクリラートから選択される低分子量反応性成分、
ならびに／または、アクリラート、ポリエーテルアクリラート、エポキシアクリラートお
よびポリエステルアクリラートから選択される不飽和オリゴマー成分；溶媒；ならびに無
機粒子を含み、また光開始剤をさらに含んでいてもよいコーティング組成物から得られる
有機／無機ハイブリッドコーティングであることに特徴がある）；
　（ｃ）前記コーティングされたポリエステルフィルムの一方または両方の表面に、導電
性材料を含む電極層を配置するステップ
を含み、
　前記コーティングされたポリエステル基板層および電極層を含む複合構造体を、電極層
の導電性材料に最初のクラックが現れる前に、６０ｍｍ／ｍｉｎの引張り速度で横方向に
、その元の寸法の３％以上、引き伸ばすことができること、および／または、コーティン
グされたポリエステル基板層および電極層を含む複合構造体が約１０ｍｍ以下の臨界曲率
半径を有することにさらに特徴がある、方法。
【請求項１２】
　電子デバイスが電子ディスプレイであり、一実施形態において、ローラブル電子ディス
プレイ、光起電力セル、半導体デバイス、一実施形態において、トランジスタ、またはセ
ンサーである、請求項１から１０までのいずれかに記載の方法またはデバイス。
【請求項１３】
　（ｉ）２軸延伸ポリエステル基板を含み；
　（ｉｉ）ポリエステル基板の一方または両方の表面にコーティングされたプライマー層
を含み；
　（ｉｉｉ）プライマーがコーティングされた前記ポリエステル基板の一方または両方の
表面に、有機／無機ハイブリッドコーティング（モノマーアクリラートから選択される低
分子量反応性成分、ならびに／または、アクリラート、ポリエーテルアクリラート、エポ
キシアクリラートおよびポリエステルアクリラートから選択される不飽和オリゴマー成分
；溶媒；ならびに無機粒子を含み、光開始剤をさらに含んでいてもよいコーティング組成
物から得られ、ここで、該無機粒子は、約０．００５から約３μｍの平均粒子直径を有す
る）を含み；および
　（ｉｖ）コーティングされた基板の表面に、導電性材料を含む電極層を含んでいてもよ
い、
複合フィルム。
【請求項１４】
　プライマー層がアクリル樹脂またはポリエステル樹脂である、請求項１３に記載の複合
フィルム。
【請求項１５】
　前記無機粒子が、コーティング組成物の固形成分の約５％から約６０質量％の量で、好
ましくは存在しならびに／または前記無機粒子がシリカおよび金属酸化物から選択される
、請求項１から１４までのいずれかに記載の方法、デバイスまたはフィルム。
【請求項１６】
　前記コーティング組成物がＵＶ硬化性であり、一実施態様において、前記コーティング
が、モノマーアクリラート、シリカ粒子および光開始剤を含む、ＵＶ硬化性組成物から得
られる、請求項１から１５までのいずれかに記載の方法、デバイスまたはフィルム。
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【請求項１７】
　有機／無機ハイブリッドコーティング組成物が、２種の異なるモノマーアクリラートを
含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記コーティング層が、１から２０μｍの乾燥厚さを有する、請求項１から１７までの
いずれかに記載の方法、デバイスまたはフィルム。
【請求項１９】
　前記ポリエステルが、ポリ（エチレンナフタラート）またはポリ（エチレンテレフタラ
ート）であり、一実施態様において、２，６－ナフタレンジカルボン酸である、請求項１
から１８までのいずれかに記載の方法、デバイスまたはフィルム。
【請求項２０】
　ポリエステル基板またはフィルムが、２軸延伸ポリエステルフィルムであり、一実施態
様において、熱安定化され、ヒートセットされた、２軸延伸ポリエステルフィルムであり
、一実施態様において、熱安定化され、ヒートセットされた、２軸延伸ポリエステルフィ
ルムが、
　（ｉ）２３０℃、３０分での、１％未満の収縮；
　（ｉｉ）フィルムを８℃から２００℃まで加熱し、次いで、８℃まで冷却する前後に、
２５℃で測定して、０．７５％未満の残留寸法変化（ΔＬr）；および／または
　（ｉｉｉ）－４０℃から＋１００℃の温度範囲内で、４０×１０-6／℃未満の線熱膨張
係数（ＣＬＴＥ）
の１つまたは複数を示す、請求項１から１９までのいずれかに記載の方法、デバイスまた
はフィルム。
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